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证券代码：600100           证券简称：同方股份        公告编号：临 2016-047 

 

 

同方股份有限公司 

关于对下属全资子公司南通同方半导体以债转股方式增资的公告 
 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

 

 

重要内容提示： 

 

 投资标的名称：公司下属全资子公司南通同方半导体有限公司（以下简称“南通半导

体”） 

 

 投资金额：公司拟将应收全资子公司南通半导体的债权 24.09 亿元以人民币 1 元/注册

资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 8.14 亿

元增至 32.23 亿元。本次增资完成后，公司对南通半导体持股比例不变，仍为 100%。 

 

 

一、对外投资概述 

 

公司于 2016 年 8 月 29 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对下属全资子

公司南通同方半导体以债转股方式增资的议案》，同意公司将应收全资子公司南通半导体的

债权 24.09 亿元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册

资本，使其注册资本由 8.14 亿元增至 32.23 亿元。 

 

上述增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项。 

 

二、投资标的基本情况 

 

    南通同方半导体有限公司是公司的全资子公司，设立于 2010 年 6 月 12 日，现法定代

表人为范新，注册资本 81400 万元，主要经营范围为高亮度发光二极管（LED)外延芯片的

开发、生产和销售。 

 

南通半导体自 2010 年 6 月成立后，经过一年多的基础建设和设备安调，于 2011 年 11

月实现 1号厂房投产，2013 年 6 月实现 2号厂房投产，2014 年度全面达产；截至目前，累

计投资采购 MOCVD 机台 59 台套。 
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南通半导体于 2012 年度开始量产（1号厂房），年产外延片 56 万片，芯片 66 亿粒，

实现营业收入 2.85 亿元；在此基础上，2013 年度 2 号厂房投入量产，年产出外延片 146

万片，芯片 105 亿粒，实现营业收入 3.52 亿元；2014 年度达到项目预计产能，全年外延

片产出 240 万片，芯片 170 亿粒，且因经验积累和技术进步，实现了大尺寸芯片量产，全

年销售收入 9.37 亿元；2015 年起，结合市场整体形势和自身经营定位适当减产，全年外

延片产出 230 万片，芯片 168 亿粒，实现营业收入 6.59 亿元；2016 年 1-6 月，累计产出

外延片 119 万片，芯片 82 亿粒，受市场恶性竞争和自身成本劣势影响，销售收入锐减至

1.15 亿元。 

 

总体来看，南通半导体生产基地建成并投产后，随即迎来 LED 行业寒冬，因产业链上

游重资产投资过热，下游照明终端市场需求未能及时释放，导致芯片产品持续供过于求，

业内恶性竞争频发，产品价格出现断崖式下跌，而南通半导体自身固定成本居高不下，出

现多种产品毛利过低甚至成本大于售价的严峻状况，加之外汇项目固贷负息压力和美元强

势升值等因素，令该公司持续处于经营亏损状态。 

 

为保证南通半导体在艰难的内外部环境下维持生产经营并偿还贷款本息，公司已累计

拆借给该公司 240,850 万元资金。随着 2016 年 LED 市场转暖，南通半导体亦结合自身情况，

对产品和客户结构进行调整，力争经营形势出现好转，虽取得了一定成效，但前期经营压

力仍在惯性释放。 

 

南通半导体最近一年及一期的主要财务数据如下： 

 

指标（单位：万元） 2016 年 1-6 月（未经审计） 2015 年（经审计） 

营业收入 11,527 65,872 

归属母公司所有者的净利润 -8,655 -17,645 

  2016 年 6 月 30 日（未经审计） 2015 年 12 月 31 日（经审计） 

资产总计 270,017 272,084 

所有者权益 24,017 32,685 

注：南通半导体 2015 年财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。 

 

三、对外投资协议的主要内容 

 

不涉及。 

 

四、本次对外投资对公司的影响 

 

截止 2016 年 6 月 30 日，南通半导体的资产负债率为 91%，公司本次将应收南通半导

体的债权 24.09 亿元转作对其长期股权投资后，可显著降低其资产负债率。以 2016 年 6 月

30 日的财务数据计算，南通半导体债转股后，净资产将增至 264,917 万元，资产负债率降

至 1.89%。因此，本次对南通半导体实施以债转股方式的增资，有利于改善其资产负债结

构，提升其商业信用，增强其持续经营和市场拓展能力。 
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五、对外投资的风险分析 

 

南通半导体为公司全资子公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。未来，公

司将继续对南通半导体的产品和客户结构进行调整，力争扭转经营局势。此外，公司还将

寻求机会拟通过内外部资源整合的方式改善这一情况。 

 

特此公告。 

 

 

 

 

同方股份有限公司董事会 

2016 年 8 月 30 日 
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